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液晶テレビ一貫生産工場の稼動

1953年　国産第1号テレビ 1973年　世界初　液晶表示付電卓

テレビ技術

亀山工場2004年1月～

液晶表示技術



Ⅰ. 今後の事業戦略Ⅰ. 今後の事業戦略
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商品事業商品事業
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①液晶テレビ
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液晶ﾃﾚﾋﾞ

ﾌﾞﾗｳﾝ管ﾃﾚﾋﾞ

(当社) 液晶テレビ金額構成比(国内)

(金額ベース)
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(当社)液晶テレビ 22型以上ワイドモデル台数構成比
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（当社）液晶テレビ コスト力

32型

　一貫生産による製造プロセスの短縮化

　第６世代マザーガラス（1,500×1,800mm）

　一貫生産による物流コストの低減

　液晶テレビ用ＬＳＩによる集積化



中国
(南京)
2001/2月～

(当社)液晶テレビ 海外生産体制
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スペイン
(ﾊﾞﾙｾﾛﾅ)
2002/6月～

メキシコ
(ﾛｻﾘﾄ)
2003/5月～
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②携帯電話
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万人

３G

２G
40%

3G構成比 25%

出所：工業会予測を元に当社予測

(業界)国内携帯電話方式別累計加入者数
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(当社)第3世代携帯電話 新製品

NTTﾄﾞｺﾓ ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ

W-CDMA/GSM方式対応

メガピクセル写メールが送れる

豊富なコンテンツを有するFOMA対応

202万画素CCDカメラ

SH900i
V801SH



フラッシュメモリ

CCDカメラモジュール

画像処理LSI  

液晶

液晶テレビ

PDA

PDAタイプ携帯電話

(当社)スパイラル効果による商品開発力

次世代携帯電話
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AV機能の充実

携帯電話の進化

カメラ機能の向上 電子マネー機能
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(当社)海外事業拡大

アジア

欧州 北米
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③白物家電
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2.2

（予測） （予測）
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コアデバイス
(除菌ｲｵﾝ発生ﾕﾆｯﾄ)

エアコン

空気清浄機

加湿機

除湿機 ｾﾗﾐｯｸﾌｧﾝﾋｰﾀｰ

石油ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ
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除菌イオン関連商品



除菌ｲｵﾝ発生ﾕﾆｯﾄ

（株）ＩＮＡＸ

マックス（株）

日産自動車（株）

リンナイ（株）

（株）デンソーエース

（株）フジテック

（株）デンソー

・シャワートイレ

・トヨタ自動車向け
　車載用空気清浄機

・車載用除菌イオン
　発生器

・全室冷暖房換気
　乾燥機 ほか

・カーエアコン

・エレベータ

・電気式浴室暖房
　換気乾燥機 ほか

・ｶﾞｽﾌｧﾝﾋｰﾀｰ ほか

異業種に拡がる「除菌イオン」技術
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（当社）電化事業の構造変革

32型
空調事業 除菌イオン

ランドリー事業 Ag イオン

調理事業 健康エンジン

冷蔵事業 環境エンジン

+
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④液晶

デバイス事業デバイス事業
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4,252
5,250

（目標）

億円

大型
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（計画）

7,300

(当社)液晶 販売高



37％
液晶TV
向け

2004年度 (目標)

70％
程度

液晶TV
向け
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[金額ベース]

2003年度 (計画)

(当社)大型液晶に占める液晶テレビ向け構成比
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大型液晶
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4.5万枚
3倍

（当社）亀山工場生産能力
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投資金額

累計ｶﾞﾗｽ投入枚数

ﾏｻﾞｰｶﾞﾗｽｻｲｽﾞ

稼動時期

1,000億円

2004年8月

2.7万枚/月

2004年1月

1.5万枚/月

1,500×1,800 mm

第1期ライン 第2期ライン

500億円

2005年

4.5万枚/月

第3期ライン

（当社）亀山工場
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中小型液晶
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５０％

（予測）

約1.4億台
の需要増



a-Si
（Amorphous-Silicon）
非結晶ｼﾘｺﾝ

a-Si
（Amorphous-Silicon）
非結晶ｼﾘｺﾝ

CG-Si
（Continuous Grain-Silicon）
連続粒界シリコン

CG-Si
（Continuous Grain-Silicon）
連続粒界シリコン

電子
移動度

（c㎡/Vs） ～0.7

120～140
250～350

結晶粒子がない 結晶粒子はあるが、境界が存在 結晶粒子が大きく境界が連続的

約500倍

p-Si
（Poly-Silicon）
多結晶ｼﾘｺﾝ

p-Si
（Poly-Silicon）
多結晶ｼﾘｺﾝ

(当社)システム液晶の特性

約3倍
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CPU

信号

周辺機能素子を
ガラス基板上に

集積化集積化

【a-Si液晶（COG）】

ドライバIC
コントローラ

RAM
電源IC

…

周辺機能素子

【システム液晶】

薄型／軽量
3辺ﾌﾘｰ／狭額縁
部品点数削減
信頼性向上

薄型／軽量
3辺ﾌﾘｰ／狭額縁
部品点数削減
信頼性向上

ドライバIC

周辺回路部

(当社)システム液晶の特長　周辺機能素子の集積化
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投資金額

累計生産能力
（２型換算）

ﾏｻﾞｰｶﾞﾗｽｻｲｽﾞ

稼動時期

天理工場

460億円

2002年10月

月産250万枚

620×750 mm

500億円

2003年6月

月産650万枚

三重第３工場

420億円

2004年3月

月産1,220万枚

730×920 mm

第2期ライン第1期ライン
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三重第３工場天理工場

(当社)システム液晶工場
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天理
工場

三重
第３工場
１期分

三重
第３工場
２期分

(当社)システム液晶 生産能力

1,220万枚

650万枚

250万枚
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（計画）

43
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(当社)システム液晶 販売高
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⑤太陽光発電システム
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出所：PV　NEWS（03年5月号）を元に当社予測
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（計画） （目標）

(当社)太陽電池 販売額

451
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900
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技術開発力
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⑥ＩＣ事業
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（予測）

２０％

（予測）

(業界)携帯電話 カメラ搭載率(全世界)
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700万個

(当社)ＣＣＤ･ＣＭＯＳｲﾒｰｼﾞｬ生産能力

600万個
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（計画） （目標）

(当社)ＣＣＤ･ＣＭＯＳｲﾒｰｼﾞｬ　販売額
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億円

大型： 1,000億円

中小型：300億円

2004年度

液晶　1,300億円

2,200

（計画） （計画）

Ⅱ. 設備投資の見通しⅡ. 設備投資の見通し

2,200

1,462



【見通しに関する注意事項】
当資料に掲載されている内容は、当社の将来の計画や戦略、業績に関する見通しについて
の記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で入手可能
な情報に基づいた判断によるものであり、経済動向、需要動向、競争の激化、為替レート、
税制や諸制度にかかわるリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、これらの見通し
とは異なる結果もあり得る事をご承知おき下さい。
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